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(57) Hauptanspruch: Anordnung zur Kiihlung einer Leiter-
platte (10), die mit, warmeerzeugenden elektronischen
Bauelementen (11) in SMD-Technik bestlickt ist, deren An-
schluBkontakte (12) die Warme in Leiterbahnen (13, 14)
der Leiterplatte (10) leiten, wobei mindestens ein Kihlkor-
per (15) elektrisch isoliert und warmeleitend mit mindestens
zwei Leiterbahnen (13, 14) unterschiedlichen Potentials
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, da® der Kuhlkor-
per (15) auf der gleichen Seite wie die Leiterbahnen Iésbar
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anord-
nung zur Kuhlung einer Leiterplatte, die mit warmeer-
zeugenden elektronischen  Bauelementen in
SMD-Technik bestlckt ist, deren AnschluRkontakte
die Warme in Leiterbahnen der Leiterplatte ableiten,
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Bei der SMD-Technik (Surface-Mounted-De-
vice-Technik) handelt es sich um eine Bauweise, bei
der die AnschluRkontakte der elektronischen Bauele-
mente direkt mit den auf der Oberflache der Leiter-
platte liegenden Leiterbahnen verlotet werden. Diese
Bauweise steht im Gegensatz zu der bisher Ublichen
Bauweise, bei der die Leiterplatte mit Léchern verse-
hen ist, durch welche die AnschluBstifte der elektro-
nischen Bauteile gesteckt und auf der Riickseite der
Leiterplatte mit dort vorhandenen Leiterbahnen verl6-
tet werden. Bei dieser Bauart ist bekannt, einen der
Kontakte eines elektronischen Bauelements elek-
trisch- und warmeleitend mit einer kleinen Kuhlplatte
zu versehen, die entweder in die Leiterplatte inte-
griert oder auf der Leiterplatte befestigt ist. Diese
Kuhlplatte soll zur Ableitung der von den Bauelemen-
ten erzeugten Warme dienen. Aus Platzgriinden kon-
nen derartige kleine Kuhlplatten naturgemaf nicht
beliebig gro® gemacht werden, so dall nur ein Teil
der Warme abgeleitet werden kann, und dies auch
nur unvollstandig.

[0003] Es ist ferner allgemein bekannt, auf den war-
meerzeugenden Bauelementen Z-férmige Winkel
aufzusetzen, die mit einer oberhalb der Winkel ange-
ordneten Kihlplatte verbunden werden. Diese um-
standliche Bauweise erfordert unterschiedliche Arten
von Z-Winkeln und einen relativ groRen Montageauf-
wand.

[0004] Es ist bereits bekannt (US-A 5,065,280) eine
elektronische Anordnung mit integrierten Schaltungs-
chip dadurch zu kihlen, das deren inaktive Seiten
zwischen einem Kuhlkérper und einer vielschichtigen
flexiblen gedruckten Schaltungsplatte und Dazwi-
schenfiigung eines Elastomer mittels Schrauben zu-
sammengeprel3t werden.

[0005] Thermisch leitfahiges, jedoch elektrisch nicht
leitfahiges Klebematerial ist aus der DE 35 24 002 A1
bzw. der EP 0 309 279 A2 bekannt.

[0006] Durch IBM-Technical Disclosure Bulletin,
Vol. 30, Nr. 10, Marz 1998, Seiten 310, 311 ist eine
Schutzkappe fir ein auf einer Leiterplatte montiertes
elektronisches Bauelement bekannt geworden, wel-
ches mit seiner Innenseite das Bauelement vollfla-
chig berlhrt, so da® von dem Bauelement erzeugte
Warme uUber die stirnseitig mit der Leiterplatte ver-
bundenen Enden der Kappe in die Leiterplatte abflie-
Ren kann. Die Kappe ist dabei durch Kleben mit der
Leiterplatte verbunden. Die Kappe besteht aus einem
leichten, warmeleitenden Material und dient zum
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Schutz der empfindlichen elektronischen Bauele-
mente, zur Ableitung der erzeugten Warme und zur
Abschirmung gegen Storfelder. Das Klebematerial
dient einerseits zur Befestigung der Kappe auf der
Leiterplatte und andererseits zum Schutz freiliegen-
der Leiter der Anordnung.

[0007] Durch die EP-A-391 057 ist eine dem Ober-
begriff entsprechende Bauweise bekannt geworden,
bei der die durch die elektronischen Bauelemente er-
zeugte Warme mit Hilfe von speziellen Bauteilen ab-
geleitet wird. Diese Bauteile bestehen aus einer in-
nenliegenden warmeleitenden, elektrisch isolieren-
den Schicht, die auf der einen Seite eine vollflachige
metallische Auflage und auf der anderen Seite mit
gegenseitigem Abstand angeordnete metallische
Teilflachen besitzt. Dabei ist z.B. eine der Teilflache
mit einer Leiterbahn verbunden, die Warme erzeugt,
wahrend die andere Teilflache an Erde gelegt ist. Zur
wirksamen Ableitung der auf einer Leiterplatte er-
zeugten Warme muissen dabei mehrere derartig ge-
staltete Warmeabfuhr-Elemente verwendet werden.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Anordnung der eingangs genannten Art derart
zu gestalten, dal® SMD-Bauteile, deren Ableitungen
unterschiedliches Potential aufweisen, auf einfache
Weise wirkungsvoll gekihlt werden kdnnen.

[0009] Die Lésung der gestellten Aufgabe ergibt
sich auf Anspruch 1. Im Einzelnen sind mindestens
zwei Leiterbahnen unterschiedlichen Potentials war-
meleitend und elektrisch isoliert mit einem Kihlkor-
per l6sbar verbunden. Dabei fliel3t die Warme tber
die Anschluf3kontakte der SMD-Bauteile in die aus
elektrisch leidendem Werkstoff bestehenden Leiter-
bahnen. Von dort wird die Warme dann in den Kihl-
korper geleitet. Diese Bauweise erméglicht eine au-
tomatische Bestlickung von in SMD-Technik montier-
ten Leistungsbauteilen. Der Kiihlkérper kann ohne
Vormontage von elektrischen Bauteilen am Ende des
Fertigungsvorganges montiert werden. Ferner ergibt
sich ein Vorteil daraus, daf3 dieses Kihlkonzept, im
Gegensatz zur METAL-CORE-Technik, nicht zu einer
Verdickung der Leiterplatte flhrt. Aulerdem werden
die gekihlten SMD-Bauelemente nicht mechanisch
belastet, wie dies bei der Kiuhlung durch Z-Winkel
oder durch andere, auf dem SMD-Bauteil aufge-
brachte Kuhlelemente der Fall ist. Der Kiahlkorper
kann in Ausgestaltung der Erfindung z.B. durch eine
elektrisch isolierende, warmeleitende Klebefolie mit
der Leiterplatte verbunden sein.

[0010] In einer anderen Ausgestaltung der Erfin-
dung kann der Kihlkérper auch, unter Zwischenlage
einer elektrisch isolierenden und warmeleitenden
Schicht, mit besonderen Befestigungselementen 16s-
bar an der Leiterplatte befestigt werden.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung
kann die mechanische Verbindung des Kihlkdrpers
z.B. Uber eine Schraub- oder Klemmverbindung er-
folgen.
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Ausfihrungsbeispiel

[0012] Inder Zeichnung sind in den Fig. 1 bis 3 zwei
Ausfuihrungsbeispiele eines Gegenstandes gemal
der Erfindung schematisch dargestellt.

[0013] Fig.1 zeigt einen Schnitt durch eine mit
SMD-Bauteilen bestlickte Leiterplatte mit einem ein-
zigen Kuhlkorper,

[0014] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Teildarstel-
lung einer mit SMD-Bauteilen bestlickte Leiterplatte
mit zwei getrennten Kihlkdrpern, und

[0015] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht gemafR Fig. 2.
[0016] Gemal Fig. 1 ist eine Leiterplatte 10 mit
SMD-Bauteilen 11 bestiickt, die Uber Anschlukon-
takte 12 direkt mit Leiterbahnen 13, 14 unterschiedli-
chen Potentials verbunden sind, die in der Oberfla-
che der Leiterplatte 10 angeordnet sind. Die beiden
Leiterbahnen 13, 14 sind Uber einen gemeinsamen,
mit Rippen 15a versehenen Kuihlkérper 15 verbun-
den, der gegeniiber den Leiterbahnen 13, 14 jeweils
durch eine elektrisch isolierende, jedoch warmelei-
tende Folie 16 getrennt ist. Im Betriebsfall wird die
von dem SMD-Bauteil 11 erzeugte Warme Uber die
Ableitungen 12 in die Leiterbahnen 13, 14 und von
dort in den Kihlkérper 15 geleitet.

[0017] Fig.2 und 3 zeigen ein weiteres Ausfih-
rungsbeispiel einer Leiterplatte 17 mit zwei
SMD-Bauteilen 18, 19, die jeweils tiber Anschluf3kon-
takte 20, 21 mit Leiterbahnen 22, 23 bzw. 24, 25 ver-
bunden sind. Dabei sind die Leiterbahnen 22, 24 bzw.
23, 25 jeweils durch einen gesonderten, quaderférmi-
gen Kihlkérper 26, 27 verbunden, wobei unter den
Kuhlkérpern 26, 27 jeweils durchgehende, elektrisch
isolierende und warmeleitende Folien 28, 29 ange-
ordnet sind.

Patentanspriiche

1. Anordnung zur Kihlung einer Leiterplatte (10),
die mit, warmeerzeugenden elektronischen Bauele-
menten (11) in SMD-Technik bestlckt ist, deren An-
schluf3kontakte (12) die Warme in Leiterbahnen (13,
14) der Leiterplatte (10) leiten, wobei mindestens ein
Kuhlkérper (15) elektrisch isoliert und warmeleitend
mit mindestens zwei Leiterbahnen (13, 14) unter-
schiedlichen Potentials verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} der Kihlkérper (15) auf der glei-
chen Seite wie die Leiterbahnen |6sbar angeordnet
ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dall der Kuhlkérper (15) durch eine elek-
trisch isolierende, warmeleitende Klebefolie (16) mit
der Leiterplatte (10) verbunden ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dal der Kihlkdrper unter Zwischenlage ei-
ner elektrisch isolierenden und warmeleitenden
Schicht mit besonderen Befestigungselementen 16s-
bar an der Leiterplatte (10) befestigt ist.
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4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dalk die Befestigung des Kihlkérpers ent-
weder durch eine Schraub- oder durch eine Klemm-
verbindung erfolgt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

Fig.1
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Fig.2
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Fig.3
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